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2011-2012年全球及中国功率器件行业研究报告包括以下内容：

1 功率器件简介1、功率器件简介

2、全球及中国功率器件市场

3、功率器件产业

4、IGBT、SiC与GaN市场与产业展望

5、18家功率器件厂家研究

功率器件包括功率IC、功率模块和功率分离元件（Power Discrete）。功率分离

元件目前主要包括MOSFET、Diode、IGBT。功率器件领域最火热的话题莫过于SiC

与GaN，它们吸引了大量的风险投资机构进入，这两项技术相对目前的硅半导体都

具备非常明显的优势。

目前来看GaN的优势更明显。SiC比GaN最佳工作电压更高，最佳工作功率更高

。SiC应用范围比较窄，局限在PFC(Power Factor Correction)、智能电网（Smart



Grid）、轨道交通列车（Railcar）、海上风电（Offshore Wind Power）、PV和工业驱动领域。对于HEV、EV和

PHEV市场，SiC相比GaN缺乏竞争力。HEV是目前市场主流，被丰田垄断，而丰田倾向于采用GaN而非SiC，当然PHEV市场，SiC相比GaN缺乏竞争力。HEV是目前市场主流，被丰田垄断，而丰田倾向于采用GaN而非SiC，当然

在2015年之前IGBT还是主流。

轨道交通将是SiC市场增长的主要动力来源，日本三大SiC厂家三菱、东芝和日立都是全力以赴开发此市场，三轨道交通将是S C市场增长的主要动力来源，日本 大S C厂家 菱、东芝和日立都是全力以赴开发此市场，

菱动作最迅速。轨道交通市场最大市场在中国，中国投资高达2万亿投资轨道交通，仅2012年9月5日一天就批准了

2476公里的轨道交通项目，目前有大约4300公里的轨道交通项目获批或在建，该领域SiC市场将被日本厂家主导。

PV Inverter领域，目前PV产业陷入冰冻期，厂家对成本控制非常严厉，SiC成本太高，不可能进入此领域，目前还

是IGBT为主流。

理论上GaN与SiC市场重合度很高，不过GaN应用范围很广，包括低于40V的消费类电子产品，这就意味着GaN

有着很广阔的市场空间，而SiC最少也要600V以上。GaN目前的瓶颈就是耐压不高，不过这种状况正在改善。

600V以上应用市场目前还需要技术突破，不过预计2013年可以突破。

GaN领域，风险投资火热，而SiC领域主要是日本厂家，甚少风险投资参与。在GaN市场上，Transphorm无疑

是投资人的关注焦点，该公司从2009年开始，已陆续从Google创投（2000万美元）及索罗斯基金管理(Soros Fund 

Management)获得高达10400万美元的投资，最近的E轮投资达3500万美元，于2012年10月初完成。一向不投资外国

企业的日本官方机构产业振兴机构INCJ(Innovation Network Corporation of Japan)也对Transphorm给予500万美元的

投资。INCJ持股的Nihon Inter也将配合Transphorm开展量产计划。



三星、LG、英特尔、Infineon、NXP、STMicro等大厂都一致看好GaN，丰田旗下的Denso也是如此，纷纷投巨

资进军GaN领域。新进的小厂家也不少，加拿大的GaN Systems、美国南卡罗莱纳州的Nitek，以及德国柏林的资进军GaN领域。新进的小厂家也不少，加拿大的GaN Systems、美国南卡罗莱纳州的Nitek，以及德国柏林的

BeMiTec，日本Sanken也联合Panasonic及古河(Furukawa)计划在2013年量产GaN产品。
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